
IC设计龙头带动作用
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IC设计是集成电路产业链的龙头，设计
企业的发展直接影响着制造和封装等产业链
上下游众多环节。近几年来，我国IC设计业
发展非常迅速。中国半导体行业协会集成电
路设计分会的数据显示，至2018年年底，全国
共有1698家设计企业，比去年的1380家多了
318家，数量增长了23%。这是2016年设计企
业数量大增600多家后，再次出现企业数量
大增的情况。从统计数量上看，除了北京、上
海、深圳等传统设计企业聚集地外，无锡、成
都、苏州、合肥等城市的设计企业数量都超过
100家，西安、南京、厦门等城市的设计企业数
量接近100家，天津、杭州、武汉、长沙等地的
设计企业数量也有较大幅度的增加。

IC设计企业数量增长的同时，规模以上
企业也在增加。据中国半导体行业协会集成
电路设计分会理事长魏少军介绍，2018年预
计有 208 家 IC 设计企业的销售额超过 1 亿
元，比2017年的191家增加17家，增长8.9%。
同时，这208家销售过亿元的企业销售总和
达到2057.64亿元，比上年的1771.49亿元增
加了286.15亿元，占全行业销售总和的比例
为79.85%。

销售额是衡量一个行业发展状况的重
要指标，我国 IC 设计业增速近年来一直保

持两位数水平，且远高于国际平均水平，
2018 年同样保持这一态势，销售规模预计
为 2576.96 亿元，比 2017 年的 1945.98 亿元
增 长 32.42% ，增 速 比 上 年 的 28.15% 提 高
4.27 个百分点。按照美元与人民币 1∶6.8 的
兑换率，全年销售额达到 378.96 亿美元，在
全球集成电路设计业的占比将再次提高。

从产品类型上看，我国企业在通信芯片
上的实力已逐步进入国际一线阵营。紫光展
锐已开发出5G原型pilot-v2平台，将在2019
年推出5G芯片，实现5G芯片的商用。2018年
从事通信芯片设计的企业从2017年的266家
增加到 307 家，对应的销售总额提升了
16.34%，达到1046.75亿元。此外，计算机芯片
与消费类芯片也有较强增长。从事计算机芯
片设计的企业数量从去年的85家增加到109
家，销售大幅提升了180.18%，达到359.41亿
元。消费类电子的企业数量从上年的610家
增加到783家，销售增长36.46%，达617.24亿
元，继续保持了2017年的快速增长势头。

建立了相对完整的

产业链

设计的发展离不开晶圆制造、封测、装
备、材料等产业链支撑，以往我国晶圆制造
业技术距离国际先进水平约有二代左右的
差距，装备、材料上的差距更大，但是经过这
些年的追赶，已经有了较大幅度的提高。

目前中国集成电路已形成了适合自身
的技术体系，建立了相对完整的产业链，产
业生态和竞争力得到完善和提升，形成了长
三角、珠三角、津京环渤海以及中西部地区
多极发展的格局。目前，已建成12英寸生产
线10条，并有多条12英寸生产线处于建设
当中，其中既包括中芯国际、华虹集团、武汉
新芯等本土资本为主导的企业，也包括英特
尔、三星、格芯、台积电外资或台资投资（独
资或参股）的企业。在制造工艺方面，65 纳
米、40 纳米、28 纳米工艺已经量产，14 纳米
技术研发取得突破，特色工艺竞争力提高。
存储器是通用芯片之一，应用十分广泛。我
国在 3D NAND 技术研发上取得重大进展
和创新，以自主知识产权为基础开展研发，
提出新架构Xtacking。这也是中国企业首次
在集成电路领域提出重要的新架构和技术
路径。

封装业一直是国内实力较强的领域，近
年来积极推进先进封装的发展，从中低端进
入高端领域，竞争力大幅提升。根据中国半
导体行业协会封装分会统计数据，2017年国
内集成电路封测业销售收入由 2016 年的
1523.2 亿元增加至 1816.6 亿元，同比增长
19.3%，国内 IC 封测业规模企业为 96 家，从
业人数达15.6万。长电科技实现了高集成度
和高精度SiP模组的大规模量产，通富微电
率先实现7nm FC产品量产，华天科技开发
了0.25mm超薄指纹封装工艺，实现了射频
产品4G PA的量产。

关键装备和材料则实现了从无到有的
转变，整体水平达到28纳米，部分产品进入
14纳米~7纳米，被国内外生产线采用。近日，
中微半导体自主研制的5纳米等离子体刻蚀
机在通过台积电验证，性能优良，将用于全
球首条5纳米制程生产线。中微半导体打入
台积电供应链，证明国产半导体设备力量正
在逐渐壮大。在此之前，台积电7纳米芯片生
产线也用上中微的刻蚀机。目前，国内关键
装备品种覆盖率达到31.1%，先进封装装备
品种覆盖率80%。

在材料方面，200mm硅片产品品质显著
提升，高品质抛光片、外延片开始进入市场。
300mm硅片产业化技术取得突破，90纳米~
65纳米产品通过用户评估，开始批量销售。
测射耙材及超高纯金属材料取得整体性突
破，形成相对完整的耙材产品体系。铜和阻
挡层抛光液国内市场占有率超过50%，并进
入国际市场。NF3、WF6 等气体产业化技术
达到世界领先，国内市占率超过 70%，并进
入国际市场。磷烷、砷烷和安全离子源产品
形成自主供应能力。

积极追踪

新材料技术步伐

新材料产业成为未来高新技术产业发
展的先导和基石，其中，宽禁带半导体材料
是新材料的代表之一。党的十八大以来，我

国掀起了宽禁带功率半导体材料和器件的
产业化浪潮。2016年12月，国务院成立了国
家新材料产业发展领导小组。近年来，在国
内企业、科研院所、高等院校等共同的努力
下，建成或正在建设十余条 4 英寸～6 英寸
碳化硅芯片工艺线和6英寸～8英寸硅基氮
化镓芯片工艺线，形成了技术积累，缩小了
与国外先进水平的差距。

我国碳化硅外延材料的研发和产业化水
平紧紧跟随国际水平，产品已打入国际市场。
在产业化方面，我国20μm及以下的碳化硅外
延材料产品水平接近国际先进水平；在碳化硅
功率器件上，我国具备了1200V～3300V SiC
MOSFET、1200V～4500V SiC JFET 等芯片
的研发能力，最大单芯片电流容量25A。目前
国内有多家企业建成或正在建设多条碳化硅
芯片工艺线，这些工艺线的投产，将会大大提
升国内碳化硅功率器件的产业化水平。

硅基氮化镓材料成本优势显著，易于获
得大尺寸、导热性好，而且器件制备可以有
效兼容传统硅集成电路CMOS工艺，是目前
工业界普遍采用的技术路线。我国在平面型
氮化镓功率器件领域的发展紧跟国际步伐，
晶圆尺寸以6英寸为主，并开发出了900V及
以下电压等级的硅基氮化镓器件样品。近年
来，国内也开始了垂直氮化镓功率器件的研
发，开发了最高阻断电压1700V的氮化镓二
极管样品。我国氮化镓射频器件近年来取得
迅速发展，并已形成产业化公司，器件性能
达到国际先进水平。

集成电路是培育战略性新兴产业、发展信息经济的重要支撑，在信息技术领域的核心地位十分突出。改革开放后，
我国加快集成电路产业建设，先后启动908工程、909工程等重大项目，集成电路业实现高速发展。特别是党的十八大
以来，我国集成电路产业实力得到快速提升。中国集成电路产业销售额从2013年的2508.5亿元，增长到2017年的
5411.3亿元，5年间增长了一倍。2018年1—9月中国集成电路产业销售额为4461.5亿元，同比增长22.4%。

本报记者 陈炳欣
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改革开放以来，我国电子信息产业实现了从无到有、从小到大的重大转变，在国民经济和社会发展中的地位和作用显著提升。特别是党的十八大以来，我国电子信息产业不断取得
新进展，核心技术逐步突破，市场规模不断扩大，专利和标准化成果丰硕。为集中反映我国电子信息产业发展的方方面面，中国电子报特别策划推出“改革开放40年·电子信息产业”
特刊，邀请主管部门、专家学者撰写文章，从集成电路、电子应用、电子专用设备、电子材料、超高清视频产业、彩电、电子元件、传感器等方面，讲述改革开放以来电子信息产业各
领域的主要成就，提出新时代我国电子信息产业高质量发展的思路建议。（详见2~7版）

编者的话：

集成电路：
产业实力整体提升

（上接第1版）
苗圩强调，要坚持把人民对美好

生活向往作为一切工作的出发点，充
分认识工业和信息化事业发展所面临
的新形势、新任务、新要求，把新时代
党的政治建设要求融入到党的各项建
设之中，融入到贯彻新发展理念、深化
供给侧结构性改革、打好三大攻坚战、
推进两个强国建设实践中，融入到推
动信息技术与实体经济，特别是制造
业深度融合之中，更好地满足人民对
美好生活需要的奋斗当中，为两个一
百年奋斗目标和中华民族伟大复兴的
中国梦早日实现作出应有的贡献。

郭开朗就强化部系统政治监督，
营造良好政治生态作了讲话。郭开朗
指出，政治建设离不开政治监督。贯彻
落实习近平总书记重要指示批示精
神，做好纪检监察工作，根本要求就是
定位要向政治监督聚焦，责任要向政
治监督压实，力量向监督倾斜。深化派
驻机构改革的首要原则就是强化政治
监督，强化政治监督必须紧扣政治建
设主要任务，坚决践行“两个维护”，既
突出重点，又多点发力；必须严明政治
纪律和政治规矩，确保在政治立场、政
治方向、政治原则、政治道路上，始终
同以习近平同志为核心的党中央保持
高度一致；必须着力营造良好政治生
态，把好选人用人政治关、廉洁关、形
象关、作风关。郭开朗强调，抓好党的
政治建设，各级党组党委是主体责任，
纪检监察机构是监督责任，两者应同
向发力，协同作战，为实现政治生态的
海晏河清、朗朗乾坤而持续奋斗。

陈肇雄就贯彻全国教育大会精
神，推进部属高校党的政治建设作了
讲话。陈肇雄指出，政治问题任何时候
都是根本性的大问题，教育事业是中
国特色社会主义伟大事业的重要组成
部分，做好教育工作，坚持党的领导是
根本保证，加强政治建设是首要任务。
陈肇雄强调，要深入学习贯彻习近平
总书记在全国教育大会上的重要讲话
精神，坚持用习近平新时代中国特色
社会主义思想武装头脑，在提高政治
站位上持续用力；要坚持中国特色社
会主义大学本质属性，在把握政治方
向上持续用力；要坚持立德树人根本

任务，在强化政治担当上持续用力；要
坚持风清气正的教人育人导向，在涵
养政治生态上持续用力；要坚持提高
党委管党治党办学治学能力，在加强
政治保证上持续用力。

王江平在会议上指出，部党的政
治建设研究中心是部党组深入学习贯
彻习近平新时代中国特色社会主义思
想和党的十九大精神，以党的政治建
设为统领，全面加强党的各项建设的
重要举措。部党组推进党的政治建设
座谈会的召开，标志着部党的政治建
设研究中心正式启动成立工作，中心
由部党建工作领导小组办公室组织指
导、部属高校和直属单位共同发起成
立。中心坚持问题导向，深入研究马克
思主义中国化的最新理论成果，研究
解决部在加强党的全面领导、推进党
的建设、深化全面从严治党等面临的
突出问题，形成具有一定理论价值和
实践指导意义的研究成果，努力打造
党的建设理论研究领域的智库，为部
新时代全面从严治党迈出新步伐开创
新局面、扎实推进两个强国建设提供
重要的理论研究支撑。

会上，围绕加强党的政治建设，七
所部属高校党委分别介绍了学校坚持
办学正确政治方向，把党的政治建设
摆在首位，牢固树立“四个意识”，坚定

“四个自信”，坚决做到“两个维护”，把
党的政治建设贯穿办学治校全过程的
特色做法与重大成效。

会后，苗圩、郭开朗、陈肇雄、王江
平等对北京航空航天大学进行了调
研，听取了相关实验室及项目负责人
的成果汇报，对北京航空航天大学服
务国家战略需求、瞄准国际学术前沿
开展科学研究给予了充分肯定。

部党建工作领导小组成员单位、国
家国防科技工业局机关党委、国家烟草
专卖局机关党委负责同志，北京航空航
天大学、北京理工大学、哈尔滨工业大
学、西北工业大学、哈尔滨工程大学、南
京航空航天大学、南京理工大学七所部
属高校党委负责同志及分管同志、纪
委负责同志，组织、宣传、纪检部门负
责同志，马克思主义学院负责同志，青
年教师代表，部分直属单位党组织负
责同志等近100人参加会议。（布 轩）
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对外贸易与开放合作不断深

化。在对外开放政策的引领下，我国
电子信息产业始终以开放促发展，
以合作促共赢，逐步完善与国际接
轨的营商规则，落实外商投资便利
化政策举措，吸引了英特尔、高通、
惠普、戴尔、索尼、苹果、三星等国外
龙头企业纷纷在华进行投资布局。
同时，我国企业加快“走出去”步伐，
华为、联想、海信、TCL、天全、隆基、
大疆等自主品牌积极开展全球化布
局，国际影响力日益提升。“一带一
路”倡议提出以来，我国电子信息领
域结合海外重大项目建设积极推动
通信系统、终端及太阳能光伏等优
势产品走出去，建立了多层次、多渠
道沟通交流合作机制。随着开放水
平不断扩大，我国电子信息产品进
出口贸易稳步增长。2017 年，实现
出口交货值7562亿美元，占规模以
上工业出口交货值比重为41.4%。

全面推进电子信息产业

创新转型发展

加强顶层设计规划，优化产业
发展环境。聚焦产业发展重点，推
动出台针对性政策措施，通过综合
施策保障产业健康发展。印发《电
子信息产业调整和振兴规划》《信息
产业发展指南》，科学引导信息产业
稳步发展推进。编制《“十三五”电
子信息产业技术标准体系建设方
案》，有效发挥标准对产业发展的规
范和引领作用。深入贯彻落实《国
家集成电路产业发展推进纲要》，推
动集成电路产业集聚发展。制定

《关于加快我国彩电行业品牌建设
的指导意见》《关于加快我国手机行
业品牌建设的指导意见》等文件，促
进消费电子领域融合创新发展。研
提支持我国5G高频元器件产业发
展的方向与路径。制定发布《新型
显示产业超越发展三年行动计划
（2018—2020年）》、《智能光伏产业
发展行动计划（2018—2020年）》，指
导新型显示产业、智能光伏产业健
康持续发展，推动新型显示、智能光

伏产业由大变强。
强化创新能力建设，提升协

同创新水平。重点突破具有全局
影响力、带动性强的核心关键环
节，打造全产业链协同创新机
制。强化基础软硬件协调发展，
实现群体式创新突破。实施“芯
火”创新行动，支持深圳、南京、北
京、上海等“芯火”双创基地建
设。指导和支持建设印刷及柔性
显示、信息光电子、集成电路、智
能传感器国家制造业创新中心建
设，推动先进工艺及共性技术研
发。推动实施通信、显示产业链
配套能力提升工程，推动产业链
上下游协作及整体能力提升，加
速通信产业链国产化替代步伐。

持续优化产业结构，培育产
业发展新动能。紧密结合行业发
展形势，助推新业态、新模式、新
应用蓬勃有序发展，不断优化产
业结构。联合相关部门出台《智
能硬件产业创新发展专项行动
（2016—2018年）》《智慧健康养老
产业发展行动计划（2017—2020
年）》《智能传感器产业三年行动
指南（2017—2019 年）》等政策文
件，积极鼓励智能硬件、智慧健康
养老、智能传感器等新兴产业发
展，培育发展智慧家庭、虚拟现
实、超高清视频等产业新兴增长
点，丰富产品和服务供给，积极拓
展信息产业发展空间。引导和支
持手机、彩电、计算机等传统消费
电子行业加快网络化、智能化转
型升级，不断提升行业发展质量。

促进产业融合发展，深入开
展应用示范建设。支持低功耗广
域物联NB-IoT技术产品产业化
和应用，推动 NB-IoT 技术在交
通、城市管理等领域的应用，为社
会民生应用和智慧城市建设等提
供基础支撑。推动建设6个智能汽
车与智慧交通示范区，研究提出
示范区建设规范，加强汽车电子

联盟组织建设，提出汽车智能计
算架构发展重点。面向智慧家庭、
智慧健康养老等领域，深入开展
应用示范建设，创建了9个国家数
字家庭应用示范产业基地，推动
产业集聚发展；开展智慧健康养
老应用试点示范工作，创建若干
智慧健康养老示范企业、示范街
道（乡镇）和示范基地，探索形成
了典型发展模式和成功经验。

促进重点领域标准推进，培
养行业知识产权意识。大力推
进锂离子电池、太阳能光伏、半
导体照明综合标准化工作，逐步
建设从智能光伏产品与测试方
法、智能生产与评价到光伏系统
智能运维等领域的智能光伏技
术标准体系。推动智能硬件、虚
拟/增强现实、智慧家庭、5G 关
键元器件等新兴产业重点领域
标准化工作。贯彻落实国务院

《深入实施国家知识产权战略行
动计划（2014—2020年）》中的工
作部署和要求，与国家知识产权
局共同开展电子信息产业知识
产权大课堂活动。通过举办“知
识产权大课堂”，引导相关产业
机构继续汇聚资源，激励广大企
业重视并推动知识产权工作，促
进全行业尊重、保护、运用知识
产权环境的不断完善。

推动电子信息产业发展

迈上新台阶

站在改革开放 40 周年的历
史起点上，我们要以习近平新时
代中国特色社会主义思想和党的
十九大精神为指引，全面落实党
中央、国务院工作部署，坚持新发
展理念，以建设制造强国、网络强
国为中心，强化创新驱动，突破核
心技术瓶颈，不断深化供给侧结
构性改革，推动电子信息产业实
现质量变革、效率变革和动力变

革，促进产业向高质量发展目标迈
进，带动经济社会新发展。

一是优化产业发展环境。充分
发挥市场在资源配置中的决定性作
用，重点围绕产业布局优化、供给体
系质量提升、产融对接合作、高端人
才培养、知识产权保护等方面开展
工作。发挥行业组织作用，不断提
升行业服务能力，为产业发展创造
良好的产业环境。

二是强化核心技术创新。重点
聚焦产业链薄弱环节，支持关键技
术产品研发，补齐基础、通用技术短
板，加快创新成果产业化。持续推进
重点领域电子信息制造业创新中心
建设，完善电子信息产业创新体系，
全面提升产业发展实力。促进以企
业为主体、产学研用深度融合的技
术创新机制建设，凝聚创新活力，推
动全产业链协同发展。

三是加强融合创新发展。深化
信息技术与交通、医疗、能源、金融等
传统领域融合发展，通过典型应用示
范培育发展融合性新产品、新业态。
加强公共服务平台建设，大力推动基
于宽带移动互联网的智能汽车、智慧
交通应用示范。持续开展智慧健康
养老应用试点示范，支持超高清视
频、虚拟现实技术产品推广应用。

四是培育产业发展新动能。夯
实电子材料、核心元器件、关键设备
等基础产业领域，为新动能提供有
力支撑和安全保障。以5G、智能制
造、消费电子转型升级为导向，着力
推动软硬融合、制造与服务融合、网
络与产品融合，打造产业新兴增长
极。探索神经元计算、量子计算等新
型计算技术应用。拓展超高清视频、
虚拟现实、智慧家庭、智能光伏等新
兴产业发展空间。

五是深化国际交流合作。坚持扩
大开放，落实外商投资便利化政策举
措，持续优化外商投资环境。坚持互
利共赢，拓展电子信息领域多元化互
动合作空间，加强关键领域国际化研
发合作，加快国际产能和应用合作进
程，推动智能光伏等优势产业在“一
带一路”国家加速布局，形成国内外
创新有机互动的良好机制。

推动电子信息产业高质量发展


